




因为树脂有很高的玻璃转化点(>280℃, >536℉)，所以钻孔时极少会产生钻污，双面板通常不需要除胶渣。多层板的除

胶渣要求取决于选用哪种粘结片和半固化片。如果需要通过检查来确定所钻孔的品质，可以使用化学除胶(高锰酸钾碱性

除胶)和等离子除胶（CF4/O2）工艺来实现。在加工有CAF要求的产品时，等离子除胶是首选。不管使用何种除胶工艺，

我们是不推荐使用回蚀工艺在RO4000 LoPro的材料上，因为它会使内层铜层位置的树脂出现更加严重的回蚀及孔壁上的

填料出现松动现象。
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罗杰斯公司标识，Helping power,protect,connect our world,RO4000,RO4003C,RO4400,RO4725JXR,RO4730JXR,RO4533,RO4534和LoPro均为
罗杰斯公司（Rogers Corporation）或其子公司的注册商标。


